
ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 
ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΢ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ΢ ΜΕ ΑΝΑΡΣΗ΢Η ΟΡΟΦΗ΢ 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Ψθφιακό ακτινολογικό ςυγκρότθμα, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, με ανάρτθςθ οροφισ ακτινολογικισ 
λυχνίασ, κατάλλθλο για βαριά νοςοκομειακι χριςθ. 

 
Β. ΣΕΧΝΙΚΑ & ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ 

Β.1 ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΑΚΣΙΝΩΝ Χ 

1. Σφποσ γεννιτριασ: Πολυκορυφϊν, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ 
2. Ιςχφσ kW: > 80kW 
3. Να αναφερκοφν τα Ανατομικά προγράμματα που διακζτει 
4. Να διακζτει Αυτόματθ ρφκμιςθ εκκζςεωσ (AEC) 
5. Εφροσ τιμϊν υψθλισ τάςθσ, kVp: Σουλάχιςτον 50 - 150 kVp 
6. Εφροσ mA: Σουλάχιςτον 10-1000mA 
7. Εφροσ mAs: Σουλάχιςτον 1 – 500mAs 

Β.2 ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΣΙΝΩΝ Χ (ΑΝΑΡΣΗ΢Η ΟΡΟΦΗ΢) ΜΕ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΤΧΝΙΑ 

1. Να διακζτει διαμικθ κίνθςθ τουλάχιςτον 2,9m 
2. Να διακζτει εγκάρςια κίνθςθ τουλάχιςτον 1,9m 
3. Να διακζτει κακ’ φψοσ κίνθςθ τουλάχιςτον 160cm 
4. ΢υγχρονιςμόσ κινιςεων με οριηόντια τράπεηα και όρκιο bucky (Auto-Tracking) 
5. Να αναφερκεί θ γωνία περιςτροφισ τθσ λυχνίασ. 
6. Η λυχνία να είναι περιςτρεφόμενθσ ανόδου, ταχφςτροφθ (να αναφερκοφν τα rpm) και 

διπλοεςτιακι. 
7. Σα μεγζκθ των εςτιϊν να είναι: *Μικρι εςτία+ ≤0,6mm & *Μεγάλθ εςτία+ ≤1,3mm 
8. Να διακζτει διαφράγματα βάκουσ με φωτεινι επικζντρωςθ και φίλτρα. Η ρφκμιςθ των 

διαφραγμάτων και θ επιλογι των φίλτρων να πραγματοποιείται και αυτόματα και χειροκίνθτα. 
9. Να διακζτει οκόνθ για τθν απεικόνιςθ και ρφκμιςθ των ακτινολογικϊν παραμζτρων 

τουλάχιςτον 6’’. Θα αξιολογθκεί κετικά εάν θ οκόνθ είναι αφισ. Θα αξιολογθκεί κετικά το 
μεγαλφτερο μζγεκοσ διαγωνίου τθσ οκόνθσ (ςε ίντςεσ). 

10. Να αναφερκεί θ ιςχφσ μεγάλθσ εςτίασ (kW). Να καλφπτει τθν ιςχφ τθσ γεννιτριασ. 
11. Θερμοχωρθτικότθτα ανόδου λυχνίασ: Σουλάχιςτον 300KHU 
12. Ρυκμόσ κερμοαπαγωγισ ανόδου, kHU/min: Σουλάχιςτον 70kHU/min 
13. Θερμοχωρθτικότθτα περιβλιματοσ λυχνίασ: Σουλάχιςτον 1200kHU 
14. Ρυκμόσ κερμοαπαγωγισ περιβλιματοσ λυχνίασ, kHU/min: Σουλάχιςτον 60kHU/min. 
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Β.3. ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ 

1. Να αναφερκοφν οι διαςτάςεισ τθσ επιφάνειασ προσ αξιολόγθςθ. 
2. Μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ αςκενοφσ: ≥300kg. Θα αξιολογθκεί κετικά το μεγαλφτερο βάροσ. 
3. Διαμικθσ κίνθςθ επιφάνειασ: Να αναφερκεί το εφροσ. 
4. Εγκάρςια κίνθςθ επιφάνειασ: Να αναφερκεί το εφροσ. 
5. Κακ’ φψοσ κίνθςθ: Να αναφερκεί το εφροσ. Θα αξιολογθκεί κετικά το χαμθλότερο φψοσ από το 

ζδαφοσ. 
6. Να διακζτει ποδοδιακόπτεσ για τον ζλεγχο των κινιςεων. 
7. Να διακζτει ψθφιακό ανιχνευτι τεχνολογίασ flat panel. 
8. Διαςτάςεισ: ≥42x42cm 

9. DQE@0lp/mm:≥72%. Θα αξιολογθκεί κετικά το μεγαλφτερο DQE. 
10. Διακριτικι ικανότθτα: ≥3lp/mm. Θα αξιολογθκεί κετικά θ μεγαλφτερθ διακριτικι ικανότθτα. 
11. Μζγεκοσ pixel: ≤100μm (το μικρότερο μζγεκοσ κα αξιολογθκεί κετικά) 
12. Ψθφιακι μιτρα & βάκοσ λιψθσ: Σουλάχιςτον 2800Χ2800pixels και βάκοσ 16bits. Θα 

αξιολογθκεί κετικά το μεγαλφτερο μζγεκοσ ψθφιακισ μιτρασ. 

Β.4. ΟΡΘΙΟ BUCKY 

1. Κακ’ φψοσ κίνθςθ: Να αναφερκεί το εφροσ 
ο 

2. Κλίςθ: 90ο / 15 
3. Να διακζτει δυνατότθτα ακινθτοποίθςθσ τθσ ανιχνευτικισ διάταξθσ ςε οποιοδιποτε ςθμείο 

μζςω θλεκτρομαγνθτικϊν φρζνων. 
4. Να δφναται να ςυνεργαςτεί με τροχιλατθ τράπεηα. 
5. Να διακζτει ψθφιακό ανιχνευτι τεχνολογίασ flat panel. 

6. Διαςτάςεισ: ≥42x42cm 

7. DQE@0lp/mm:≥72%. Θα αξιολογθκεί κετικά το μεγαλφτερο DQE. 

8. Διακριτικι ικανότθτα: ≥3lp/mm. Θα αξιολογθκεί κετικά θ μεγαλφτερθ διακριτικι ικανότθτα. 

9. Μζγεκοσ pixel: ≤100μm (το μικρότερο μζγεκοσ κα αξιολογθκεί κετικά) 

10. Ψθφιακι μιτρα & βάκοσ λιψθσ: Σουλάχιςτον 2800Χ2800pixels και βάκοσ 16bits. Θα 
αξιολογθκεί κετικά το μεγαλφτερο μζγεκοσ ψθφιακισ μιτρασ. 

B.5. ΕΠΙΠΡΟ΢ΘΕΣΟ΢ ΨΗΦΙΑΚΟ΢ ΑΝΙΧΝΕΤΣΗ΢ ΓΙΑ ΕΛΕΤΘΕΡΕ΢ ΛΗΨΕΙ΢ 

1. Να προςφερκεί, επιπροςκζτωσ, και τρίτοσ ψθφιακόσ ανιχνευτισ, για ελεφκερεσ λιψεισ με τα 
ακόλουκα ελάχιςτα τεχνικά χαρακτθρθςτικά: 

2. Διαςτάςεισ: ≥42x42cm 

3. DQE@0lp/mm:≥72%. Θα αξιολογθκεί κετικά το μεγαλφτερο DQE. 

4. Διακριτικι ικανότθτα: ≥3lp/mm. Θα αξιολογθκεί κετικά θ μεγαλφτερθ διακριτικι ικανότθτα. 

5. Μζγεκοσ pixel: ≤100μm (το μικρότερο μζγεκοσ κα αξιολογθκεί κετικά) 

6. Ψθφιακι μιτρα & βάκοσ λιψθσ: Σουλάχιςτον 2800Χ2800pixels και βάκοσ 16bits. Θα 

αξιολογθκεί κετικά το μεγαλφτερο μζγεκοσ ψθφιακισ μιτρασ. 
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Β.5 ΢ΣΑΘΜΟ΢ ΛΗΨΗ΢, ΑΠΟΘΗΚΕΤ΢Η΢ & ΕΠΕΞΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

1. Να διακζτει monitor απεικόνιςθσ ψθφιακϊν ακτινογραφιϊν, υψθλισ ευκρίνειασ, τουλάχιςτον 
21’’ 

2. Να περιγραφοφν τα τεχνικά χαρακτθρθςτικά του ςτακμοφ (επεξεργαςτισ, RAM, ςκλθρόσ 
δίςκοσ) 

3. Να διακζτει κατάλλθλο λογιςμικό επεξεργαςίασ εικόνασ και μετριςεων. Να περιγραφεί. 
4. ΢κλθρόσ δίςκοσ για αποκικευςθ τουλάχιςτων 15.000 εικόνων. 
5. Δυνατότθτα εξαγωγισ ψθφιακϊν ακτινογραφιων ςε CD ι DVD ι USB. 
6. Δυνατότθτα επικοινωνίασ με PACS/RIS 
7. Πλιρεσ πρωτόκολλο DICOM 3.0. 
8. Να απεικονίηει το DAP (Dose Area Product) τθσ εξζταςθσ. 

 
Γ. ΠΡΟ΢ ΕΠΙΛΟΓΗ 

1. Να προςφερκεί προσ επιλογι , διαδοχικζσ λιψεισ & ςυνζνωςθ εικόνων για επιμθκυμζνθ κάλυψθ 
(stiching). Να προςφερκεί και το κατάλλθλο εξάρτθμα τοποκζτθςθσ εξεταηόμενου για διαδοχικζσ 
λιψεισ. 
2. Να προςφερκεί προσ επιλογι, εάν διατίκεται, θ δυνατότθτα διαδοχικϊν λιψεων εικόνων ςε δφο 
διαφορετικά ενεργειακά επίπεδα (χρόνοσ μεταξφ λιψεων των διαφορετικϊν ενεργειϊν μικρότεροσ 
των 300 msec). Nα ςυνοδεφεται από πρόγραμμα αυτόματθσ αφαίρεςθσ των εικόνων ι λογιςμικό 
ανάδειξθσ μαλακϊν μορίων ι και οςτϊν. 
3. Να προςφερκεί προσ επιλογι, λογιςμικό «ψθφιακοφ grid», για τθν λιψθ εικόνων υψθλισ αντίκεςθσ 
και μείωςθσ των φαινομζνων ςκεδάηουςασ ακτινοβολίασ (χωρίσ να απαιτείται φυςικό grid). 
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